


ソシオネクストは、システムLSIのソリューションで、お客様の商品価値の向上に貢献いたします。

当社は、コンシューマ、インダストリアル、オートモーティブ分野向けに、システムLSI

を核としたソリューションを提供しています。

お客様の独自仕様でシステムLSIを開発される商品を、「カスタムSoC」という商品名

で展開しています。「カスタムSoC」の開発は、当社のシステムLSI資産をベースにする

ものから、フルカスタムまで柔軟に対応し、お客様が求められる、高性能、省電力、

小型化などのご要求にお応えします。
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開発支援サービス（DesignExpress®）

サブシステムの提供サービス

IPマクロの提供サービス

デザイン技術

製造テクノロジー・パッケージ
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Custom SoC

1

高性能
プロセッサ技術

高速
アナログ技術
（SerDes/
ADC/DAC）

大規模高速
LSI設計技術

低電力CMOS
RF設計技術

高性能
実装技術

低消費電力
LSI設計技術

高圧縮・
低遅延
コーデック

高画質
高音質技術

2D/3D
グラフィックス
ディスプレイ
コア

イメージ
プロセッサ

VR/AR画像認識

ソシオネクストのASSP商品・コア技術 お客様の製品

車載用
電子機器

オリジナルSoC

カスタムSoC
ソリューション

お客様
アイディア

モバイル
通信機器

OA
ネットワーク
機器

産業
アミューズ
メント
機器

デジタル
AV機器

カスタムSoCソリューション

カスタムSoCは、機能部品の集約により小型化、低消費電力化、コストダウンを可能とし、まだ市販されていない価値 (機能 )を
組込むことで、お客様商品の差異化を図ることができます。
当社は、豊富な IPとサブシステムを所有し、開発支援するデザインサービス、先端SoC設計技術を駆使し、お客様の要求仕様に
最適化することで、高品質かつ最適化されたカスタムSoCを提供いたします。

まだない価値を実現できるシステムLSIソリューション
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高性能
プロセッサ技術

高速
アナログ技術
（SerDes/
ADC/DAC）

大規模高速
LSI設計技術

低電力CMOS
RF設計技術

高性能
実装技術

低消費電力
LSI設計技術

高圧縮・
低遅延
コーデック

高画質
高音質技術

2D/3D
グラフィックス
ディスプレイ
コア

イメージ
プロセッサ

VR/AR画像認識

ソシオネクストのASSP商品・コア技術 お客様の製品

車載用
電子機器

オリジナルSoC

カスタムSoC
ソリューション

お客様
アイディア

モバイル
通信機器

OA
ネットワーク
機器

産業
アミューズ
メント
機器

デジタル
AV機器

市場で実績のあるASSPをベースにしたカスタムSoCの開発は、CPU周りの設計やサブシステムの設計が容易になるだけでは
なく、関連するソフトウェアもすでに用意されているため、開発や評価が容易になることもメリットと言えます。

既存の製品をベースに開発するソリューション

各種用途向け当社ASSP商品 機能IP抽出とお客様ロジック接合 ASSPベースのカスタムSoC

8K/4K/2K TV
2K-4K/8Kコンバータ
セキュリティカメラ
デジタルカメラ
モバイルカメラ
AVコーデック
汎用プロセッサ
AIプロセッサ

Arm周辺リファレンス
USB、SD、GMAC、DDRC
など標準I/F

機能IPを
抽出

アプリ
ケーション

IP

アプリ
ケーション

IP

お客様
ロジック

お客様
ロジック

標準IP
標準IP
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ASSPベース開発のベネフィット
当社ASSP製品をベースに開発を採用したケースでは、SoC開発にかかるハードウェア設計期間の短縮とソフトウェアの先行開
発により、従来設計手法に比べ6か月早く製品化を実現させます。
・ サンプルSoC入手時期 ：6か月前倒し
・ ソフト先行開発 ：8か月前倒し
・ 製品出荷時期 ：6か月前倒し

仕様設計 ｜ 論理設計 論理検証 ｜ ES製造

仕様設計 ソフト開発

仕様｜論設・検証｜ES製造

仕様｜先行評価・開発 ソフト開発

ES入手時期
6か月前倒し
ES入手時期
6か月前倒し

CPU周辺の設計・検証
費用削減/期間短縮
CPU周辺の設計・検証
費用削減/期間短縮

HW

HW

SW

SW

フルカスタム開発

ASSPベース開発
ソフト先行開発8か月前倒しソフト先行開発8か月前倒し

ASSPベース開発の例
開発手法の例として、ASSPベースの開発手法を紹介します。
① ASSPより必要な機能 IPを抽出
お客様の開発される製品に必要な機能を、ASSPからアプリケーション IPとして切り出します。

② ベースプラットフォームとアプリケーション IPを接続
ベースプラットフォームから不要な IPや I/Fをカットダウンし、アプリケーション IPと接続します。

CPU and Memory IF Block 

I2S

MIPI

MIPIMultimedia Engine

PCIe

USB
Host

SDIO

High Speed IO

Media Processing Block

System Control Block

CCI （Cache Coherent Interconnect）

Arm®

Cortex™-A15

Arm® Neon™

L1 Cache

L2 Cache

Arm®

Cortex™-A15

Arm® Neon™

L1 Cache

Arm®

Cortex™-A7

Arm® Neon™

L1 Cache

Arm®

Cortex™-A7

Arm® Neon™

L1 Cache

L2 Cache

Arm®

Mali™-T624

L2 Cache

LCDC

DDRSystem
CTRL

GPIO

I2CUART

SPI eMMC

NOR

GbE

NAND

USB
Device

カット
ダウン

CPU and Memory IF Block 

I2S

MIPI

MIPIMultimedia Engine

PCIe

USB
Host

SDIO

High Speed IO

Media Processing Block

System Control Block

CCI （Cache Coherent Interconnect）

Arm®

Cortex™-A15

Arm® Neon™

L1 Cache

L2 Cache

Arm®

Cortex™-A15

Arm® Neon™

L1 Cache

Arm®

Cortex™-A7

Arm® Neon™

L1 Cache

Arm®

Cortex™-A7

Arm® Neon™

L1 Cache

L2 Cache

Arm®

Mali™-T624

L2 Cache

LCDC

DDRSystem
CTRL

GPIO

I2CUART

SPI eMMC

NOR

GbE

NAND

USB
Device

アプリケーションIP

当社ASSP製品

8K/4K/2K TV
2K-4K/8Kコンバータ
セキュリティカメラ
デジタルカメラ
モバイルカメラ
AVコーデック
汎用プロセッサ
AIプロセッサ

アプリケーション
に必要な機能
を抽出

アプリケーションIP
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③ お客様製品の差異化機能を付加
お客様の製品の特長となる差異化回路を付加します。これで、新しいSoCが構成されました。

④ 機能・性能・電力　評価・検証
機能・性能・電力の評価は、専用のハードウェアエミュレータを用い、HDLシミュレータの約1,000倍の速度で機能評価・検
証を行います。また、ソフトウェアの開発環境は、FPGAボードとCPUボードなどのプロトタイプ環境を提供します。これ
によりお客様は、SoCの製造前にソフトウェアの先行開発が可能となります。

 

⑤ プリント板（PCB）協調設計

PCBに実装される高速部品（DDR、PCIe、USBなど）とSoC間の接続で、電磁ノイズ、クロストーク、クロックジッターな
どの問題が起こりやすくなります。当社では、PCBのプロトタイプを作成し解析を行い、対策案を提案します。
これにより、PCBのリメイクリスクを低減させ、PCBの設計、製造コストを削減することが可能となります。

CPU and Memory IF Block 

I2S

MIPI

MIPIMultimedia Engine

PCIe

USB
Host

SDIO

High Speed IO

Media Processing Block

System Control Block

CCI （Cache Coherent Interconnect）
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L1 Cache
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お客様製品
差異化機能

New SoC

CPU and Memory IF Block 
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お客様製品
差異化機能

New SoC

ハードウェア
エミュレータ

ソフトウェアの先行開発
・ FPGAボードに搭載
・ Linux BSPを搭載

機能・性能・電力の評価
・ ハードウェアエミュレータに搭載

Reflection

Cross Talk
SSO Clock

Jitter

EMS

EMIEMI

EMS

SSO

Reflection

Cross Talk
Clock
Jitter

SI PI

EMC

フルカスタム開発
お客様のシステムに最適なSoCを自由に設計していただく方式です。複雑化するSoC開発において、システム構成の提案、サブシ
ステムや各種 IPの提供、CPU周辺の最適化設計、ハードウェアエミュレータやFPGAプロトタイプによるシステム検証支援を行い、
お客様のカスタムSoC開発を支援します。また、ソフトウェア開発の支援として、デバイスドライバの受託開発サービスも提供します。
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システム
レベル
デザイン

課題定義

要求仕様策定

開発企画

システム仕様策定

システムレベル設計

機能検証

論理合成

検証

デザインプランニング テスト回路
挿入

プロトタイピング
ボード制作

FPGA
フィッティング

ボード選定/ 
新規開発

FPGA
プロトタイプ

お客様とのインタフェース コンテンツ標準的な設計開発フロー

コンサルティング
サービスお客様パート ソシオネクストパート 開発支援

サービス
サブシステムの
提供 IPの提供 デザイン技術

ソフトウェア
設計開発フロー

仕様策定

テスト設計

OS移植
ブート開発
ドライバ開発

アプリ開発

PCB

仕様策定

PCB
プロトタイプ

PCB設計

ES搭載評価
ボード制作

ES搭載評価
ボードの評価

テストパターン
生成

ゲート
シミュレーション

レイアウト

ばらつき
タイミング解析
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解析
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量産出荷

リソ検証

アルゴリズム設計

C書換
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パッケージ

パッケージ
選定

パッケージ
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設
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手
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の
検
討

ア
ル
ゴ
リ
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設
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支
援

仕様
I/F

RTL
I/F

Netlist
I/F

カスタムSoCソリューションマップ 一覧
ソシオネクストでは、下記の設計フローをベースに、開発するSoCの特長に応じて最適化したフローを適用しています。
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電
源
・
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
解
析 

▼ 

▼ 

▼ 

P.36

製
造
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ 

▼ 

▼ 

▼ 

P.39

パッケージ

パッケージ
選定

パッケージ
プロトタイプ

パッケージ
設計

設
計
手
法
の
検
討

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
設
計
支
援

仕様
I/F

RTL
I/F

Netlist
I/F
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ユーザインタフェース
ソシオネクストは下記の3種類を基本とする開発インタフェースを提供しています。
お客様の設計資産と当社の設計技術･資産の最適な融合により、SoC開発プロジェクトの効率向上を実現します。
また、上流検証やFPGAプロトタイピングを組み込んだデザインフローも提供しており、プロジェクトのさらなる高品質化と開
発期間短縮を支援します。

3種類の開発インタフェース

お
客
様

ソ
シ
オ
ネ
ク
ス
ト  

仕様 I/F

お
客
様

ソ
シ
オ
ネ
ク
ス
ト  

RTL I/F

お
客
様

ソ
シ
オ
ネ
ク
ス
ト  

Netlist I/Fお客様
パート

ソシオネクスト
パート 

企　画

仕　様

論理設計

論理合成

物理設計

検　証

製造・試験・出荷

・仕様インタフェース
仕様インタフェースは、SoCの設計仕様でインタフェースする方法です。お客様には、開発されるSoCの設計仕様書を作成し
ていただきます。当社は、その仕様を元にSoC開発仕様書を作成し、論理設計・検証を行いSoC納品まで担当します。

・RTLインタフェース

RTLインタフェースは、お客様が機能設計された設計データ（RTL）でインタフェースする方法です。お客様には、RTLの機能
設計・検証まで対応していただきます。当社は、テスト仕様の検討、テスト回路の作り込みからSoC納品まで担当します。

・Netlistインタフェース

Netlistインタフェースは、当社のセルで構成されたネットリストでインタフェースする方法です。お客様側には、ネットリス
ト化のための論理合成まで実施していただきます。当社は、レイアウトからSoC納品まで担当します。
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お客様のカスタムSoC開発のあらゆる場面を支援する、仕様検討からシステム評価およびPCB設計までの一貫した開発支援を
行うデザインサービスです。このサービスをご利用いただくことで、お客様は、製品開発に注力することができるため、開発期
間の短縮・リメイクリスクの低減・製品品質向上・低消費電力化が実現できます。

開発支援サービス（DesignExpress®）

開発支援サービス（DesignExpress®）

仕様確定 テープアウト 評価サンプル 開発完了

仕様検討 RTL設計/インプリ設計 製造

ソフト開発、システム検証 期間短縮効果
3～6ヵ月

ユースケース確定
ソフト先行開発

パフォーマンス解析 SoC論理検証/
ソフト開発

ソフト開発

カスタムSoC開発スケジュール例

ユースケース確定
ソフト先行開発 パフォーマンス解析

SoC論理検証/
ソフト開発
（～4MHz）

ソフト開発
（～50MHz）

プロトタイプ開発高速論理検証SoC論理設計仮想環境構築デザインサービス

開発ステージ

開発ステージとデザインサービス
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サービス分類 サービス内容 お客様からの提出物 当社提供物（例）

先行ソフトウェア開発向け
開発環境の提供

ソフトウェア開発向け
仮想プラットフォーム提供

ブロック図
ブロック機能仕様

高速仮想プラットフォーム提供
（ソフトウェア開発用）

ソフトウェアドリブン性能評価向け
の環境提供

ソフトウェアドリブン性能評
価向け仮想プラットフォーム
提供

ブロック図
ブロック機能仕様
ソフトウェアシナリオ

高速仮想プラットフォーム提供
（アーキテクチャ設計用）

アーキテクチャ詳細性能評価向けの
環境提供

アーキテクチャ性能評価向け
仮想プラットフォーム提供
性能測定

アーキテクチャ構成図
評価シナリオ

高精度仮想プラットフォーム提供
性能測定報告書

先行ソフトウェア開発 ソフトウェアドリブン性能評価 アーキテクチャ性能評価

・ソフトウェア開発
・ラフ・アーキテクチャの設計
・ユースケース抽出

・詳細アーキテクチャ設計

CPU DMA IP

MEM TIM IRC

SW

CPU DMA FPGA
（RTL）
SCEMI-I/FSCEMI-I/F

Cross Bar

MEM

TIM IRC

SW

BUS

CPU DMA IP

MEM

TIM IRC

SW

BUS

ソフトウェアアーキテクチャ、
使用IP、メモリマップ、データ
フローを決定

バス幅、周波数、バス・アーキ
テクチャを決定

クロス・バー構成、FIFO段数
などの詳細コンフィグレーション
を決定

BUS

仮想環境構築サービス（Cedar®-ESL）
仮想環境構築サービスは、SoCの仕様やそのアーキテクチャを検討する際に、以下の4つのメニューから必要なサービスを選ん
でご利用いただけます。

・ 実現性検討用仮想環境構築サービス
・ バスアーキテクチャ詳細性能測定環境＋性能評価
・ 先行ソフトウェア開発環境
・ ソフトウェアドリブン性能評価環境
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高位合成サポートサービス（Cedar®-HLS）
高位合成サポートサービスは、お客様が上流言語（SystemC/C/C++）でコーディングしたソースコードを、 適用するプロセス・
テクノロジーに適合するようにチューニングを施すなどを目的とした、ソースコードの書き換えと、それらと合成可能なライブ
ラリを提供するものです。
高位合成の結果と、適用するプロセス・テクノロジーとの整合性を確認した上で、お客様には書き換え済みのソースコードなど
を提供いたします。

サービス分類 サービス内容 お客様からの提出物 当社提供物（例）

高位合成済みの
RTLハンドオフ

ツールに合致する言語書換
制約に合致する言語書換

機能仕様書
制約条件
上流言語

書換済の上流言語
高位合成用ライブラリ
高位合成済みのRTL

RTL Rule Set

Netlist

お客様作業 ソシオネクスト作業

RTL Style Check

論理合成

RTL
Style Check

等価性検証

配置配線

高位合成最適化・検証

性能報告オプション
（タイミング）

コード、高位合成制約条件、
検証報告書

仕様書、テストベンチ

検証・高位合成

論理合成

配置配線

提供

RTLハンドオフ

Cedar®-HLSサービス

Netlistハンドオフ

Algorithm 
C/C++

高位合成可能
C/C++

Library

RTL

Netlist

Cedar®-HLSサービス概要
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SoC論理設計サービス
SoC論理設計サービスは、ソシオネクストがお客様に代わって論理設計を行うサービスです。

SoCの全体の設計はもちろん、部分的な設計も可能です。当社が扱うさまざまな機能マクロを組み合わせて、お客様のシステム
に最適な設計データを提供します。なお、設計データには、機能仕様書、RTL、検証報告書が含まれます。

サービス分類 サービス内容 お客様からの提出物 当社提供物（例）

SoC論理設計 仕様設計 要求仕様書
　搭載マクロ
　ユースケース
　機能・性能要求

SoC仕様書

RTL設計 RTL

RTL検証 検証仕様書、結果報告書

SoC論理設計概要

仕様設計お客様
システム要求

リファレンス
デザイン

当社設計資産 お客様
レビュー

&
承認

機能マクロ

動作パターン

SoC仕様書
　CPU，IP
　バス構成

検証プラン
　検証手法
　動作シナリオ

RTL設計

設計環境構築
テストベンチ
シナリオ

機能検証
性能検証

お客様
レビュー

&
承認

検証仕様書

検証結果
報告書

SoC論理設計サービス適用事例

ソフトブロック図

マスストレージ
クラス

TCP／IP
プロトコルスタック

USB HOST
ドライバ

②

①

①

②

Ethernet
ドライバ

メモリマップ
CPU選定

Cache容量
SRAM容量 バス･トポロジー

FIFO, QoS

コマンド･キュー
FIFO, QoS

HW/SW
連携

レジスタ
ReMAP制御

専用ハード
アシスト回線

TCM
FLASH

I／O
SRAM
DRAM

CPU

CPU Block Storage Block

MEMC

DMAC SRAM

Network
Network Block

Inter Connect （AXI/AHB/APB）

DRAM Block
Security

GMAC PCIe

UDL-A

UDL-B

USB

DDR
Controller

SDIO

アプリケーション

RTOS

User Block

HWとSWのバランスによる
性能／省エネ／コスト
最適構成を提案！
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サービス分類 サービス内容 お客様からの提出物 当社提供物（例）

チップレベル検証 検証仕様の策定
検証データの作成
検証環境の構築
検証の運用

概略ブロック図
デザインデータ
　（RTL or ネットリスト）
入力 /期待値データ

検証仕様書
検証データ
エミュレーション検証結果

システムレベル検証 ESL環境で開発したソフトウェア
を活用したシステムレベル検証

デザインデータ
　（RTL or ネットリスト）
入力 /期待値データ
テストプログラム

エミュレーション検証環境
検証結果報告書

低消費電力化 消費電力測定 電力測定プログラム 消費電力測定結果報告書

デザイン
RTL

検証データ 結果収集

テストベンチ テストベンチテストベンチ テストベンチ

④検証

①検証仕様の策定

③検証データの準備

②検証環境の構築

CPUなど
シミュレーター
（ISS）

入力RAM

CPUなど
実チップ

0

100

200

300

400

500

600

700

262 282 302 323 343 363 384

時間[ms]

消
費
電
力

[m
W

]
S

D
R

A
M
帯
域
占
有
率

P-VOP P-VOP P-VOPP-VOPI-VOP
100%

50%

0%

80%
50ms

ソフトウェア
（Cedar®-ESLで作成） 検証データ

デザイン
RTL

出力RAM

Cedar®-EMU サービス概要

＜シミュレーション環境＞ ＜エミュレーション環境＞

消費電力解析

バスモニタによる性能解析

ICEによるソフトウェアデバッグ

高速論理検証サービス（Cedar®-EMU）
高速論理検証サービスは、ハードウェアエミュレータなどを活用した高速論理検証とSoCの消費電力を算出するサービスです。
開発するシステムの回路をエミュレータなどにマッピングして、その回路のプロトタイプを実現します。また、開発するシステ
ムの消費電力も算出することができます。エミュレータの動作は、ソフトウェアシミュレータに比べ、500～ 1,000倍も高速な
ため、検証時間を大幅に削減することが可能です。
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サービス分類 サービス内容 お客様からの提出物 当社提供物（例）

システムレベル検証 プロトタイプボードの提供 要求仕様（指定回路情報など） 基板ユニット
ボード仕様書
FPGA ROMデータ

Arm
（EVA chip）

Arm
（EVA chip）

ROM
RAM

FPGA
（User）

FPGA
（カスタムSoC IP）

I/F

仕様提示からの論理設計

セミカスタムボード
 FPGAプロトタイプボード

Cedar®-PROT適用実績

カスタムSoC IPを利用した
プロトタイプ開発

ドライバ実装によるIP検証
ソフトウェアプラットフォーム提供可能

高速I/Fに対応する
プリント基板設計

実機検証を可能にする
システム開発

カスタムSoC
カスタムSoC

ソフトウェア開発技術

カスタムSoCとの
高い等価性

カスタムSoC/FPGA設計技術
Arm コアの実装も可能

ボード設計技術

　・ ネットワーク用コントローラカスタムSoC  ・ ドキュメント向け画像処理カスタムSoC
　・ 測定機器用カスタムSoC ・ その他多数

プロトタイプボード開発サービス（Cedar®-PROT ）
プロトタイプボード開発サービスは、システムレベル検証およびソフトウェア先行開発のためのプロトタイプボードを提供しま
す。システムに搭載する IPと等価な IPをFPGAに実装することで、ターゲットシステムと等価なボードを提供します。

SoCが完成する前に、システムレベル検証やソフトウェア先行開発を行えることで、SoCの品質向上と開発期間を短縮すること
が可能です。
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LPB協調設計サポートサービス（PLACATE®）
LPB協調設計サポートサービスは、お客様のシステム開発期間短縮や部品点数削減によるコストダウンを強力にサポートする

LSIとBoard一体モデルをベースとしたノイズ解析&対策支援サービスです。
本サービスをLSI設計 /Board設計の上流段階から適用することで、LSIやBoardのリメイクを低減し、お客様システムの品質向
上と評価工数の大幅な削減による設計期間の短縮に貢献します。

Reflection

Cross Talk
SSO Clock

Jitter

EMS

EMIEMI

EMS

SSO

Reflection

Cross Talk
Clock
Jitter

SI PI

EMC

PLACATE®サービス内容 提供物（例）

1. LPB デザインソリューション
2. Core PI ソリューション
3. Advanced PI ソリューション
4. EMC デザインソリューション
5. DDRx ソリューション
6. SerDes ソリューション
7. LVCMOS ソリューション
8. Board DRC ソリューション

1. リファレンスデザイン
2. DCDCコンバータ、
　 LPB一体解析結果報告書
3. 電源まとめによる部品削減
4. EMC解析結果報告書
5. DDRx解析報告書 /　　
　 Simulation Kit
6. SerDes解析報告書 /
　 Simulation Kit
7. LVCMOS解析報告書 /IBIS Model
8. ソシオネクスト独自の
　 DRC ルールデータベース

Simulation Kitの構成

Reference Design

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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AL AL
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AP AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

TopView Ball Pitch=1.0mm

Chip Size:6.00×6.00mm

■WireBonding位置
3段Wire
Signal/VDN/VDU:Wire長≒3.0mm
VSU:Wire長≒2.0mm
VSN/VSU:Wire長≒1.5mm

Signal/VDN/VDU

VSU

VSN/VSU

■Ball数
・VSN：15
・VSU：7
・VDN：3
・VDU：2
・CLK：1
・DATA：2ペア
計：32Ball

■JEDEC.pin.M21のVDNについて
USBマクロ以外の配線によって困難な場合に
はVDNにしなくとも良い。その代わりとして
JEDEC.pin.L21にVDNをアサインする
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AA AA

AB AB

AC AC

AD AD

AE AE

AF AF

AG AG

AH AH

AJ AJ

AK AK

AL AL

AM AM

AN AN

AP AP
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TopView Ball Pitch=1.0mm

Chip Size:6.00×6.00mm

■WireBonding位置
3段Wire
Signal/VDN/VDU:Wire長≒3.0mm
VSU:Wire長≒2.0mm
VSN/VSU:Wire長≒1.5mm

Signal/VDN/VDU

VSU

VSN/VSU

■Ball数
・VSN：15
・VSU：7
・VDN：3
・VDU：2
・CLK：1
・DATA：2ペア
計：32Ball

■JEDEC.pin.M21のVDNについて
USBマクロ以外の配線によって困難な場合に
はVDNにしなくとも良い。その代わりとして
JEDEC.pin.L21にVDNをアサインする

Measurement

Simulation

Stimulus
Ball Assign

Board Guide
Sim Result

Eye Mask

Rx Model

Board Artwork

Bit Pattern

Tx Model

IBIS-AMI IBIS-AMIS-Para S-Para S-Para S-Para 

PKG 
Model

Board
Model

Compliance
Cable+BP

Simulation Deck

デザインフローイメージ

・LPB一体解析による問題点洗い出し
・LPBデザインへのフィードバック

LSI開発時

プロトタイピング 実設計

LSI開発後

LSIデザイン

PKGデザイン

Boardデザイン
プロトタイピング Pre Boardモデル 実設計 Post Boardモデル Post モデル

プロトタイピング Pre LSIモデル

PLACATE®による解析および対策 PLACATE®による検証 LSI開発時との差分解析

実設計 Post LSIモデル

Boardデザイン Boardデザイン Boardモデル Boardモデル 製品A
Boardモデル

製品B
Boardモデル

PKGモデル PKGデザイン PKGモデル PKGモデル

LSIデザイン LSIデザイン LSIデザイン LSIデザイン

Simulation Kit

・部品変更時の差分解析が容易

Advanced PI ソリューション 事例

100%

50%

25%0%

電源電流成分

電源品質

パ
ス
コ
ン
搭
載
数［
％
］

Bad GoodGood

ManyMany

FewFew

初期案

LSI-PKG-Board一体解析により、
初期案の25%までパスコン削減
可能なことを確認

インピーダンス解析 電源ノイズ解析

Board DRC ソリューション 事例

ソシオネクスト独自のDRC
ルールデータベース

PCle-Gen3

DDR4

HDMI2.0

USB3.1

サービス適用後

従来

DRCチェックにて判明・修正

マージン小

クライテリアを
大きく割っている

マージン改善

クライテリアに対し
波形は改善

解決まで
イタレーション

4層

2層

設計制約

コストダウン
設計制約
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ソフトウェア開発サービス
ハードウェアの仕様検討段階では、システムの起動シーケンスや省電力の実装など、SoCの基盤をなす部分の仕様検討が重要に
なります。仕様決定後は、これらの動作をソフトウェアで実装し、論理検証や評価ボードなどの各フェーズで動作確認をする必
要があり、当社では、ブートシーケンスからミドルウエアまでの開発支援サービスを行っております。また、各種OSの搭載、
デバイスドライバの提供 /開発の受託を通して、お客様のシステム開発支援をさせていただいています。

 ●DPI（Device Programming Interface）
IPマクロの初期化や動作開始、停止処理などの基本機能をプ
ログラムコードで提供します。
・ IP動作の早期確認（ハードウェア検証シナリオへ適用）
・ 短期間でのデバイスドライバ開発　　　　　　　　　
（仕様書理解補助、API活用）
・ 迅速なES評価（IP疎通確認、解析）などの　　　　　　
さまざまな開発フェーズでの利用が可能です。

 

 ●サブシステム向けミドルウェア
サブシステム向けのミドルウエアは、ご要求仕様に合わせた
カスタマイズが可能です。詳細はサブシステムの章をご参照
ください。

 ●Linux / RTOSサポート
各種OSの搭載、デバイスドライバ提供 /開発が可能です。

開発支援サービスの例
分類 サービス内容

ブート ・ブートシーケンス仕様検討支援
・ブートコード設計
・メインシステム起床コード設計
・セキュアブート開発支援
　　・セキュアブートシーケンス提案
　　・セキュアブート実装
　　・セキュアブート動作確認サポート

IP ドライバ ・ソシオネクスト製 IPのDPI 提供

Linuxサポート ・OS移植サポート
・提供ドライバの動作確認サポート

RTOS サポート ・OS移植サポート
・提供ドライバの動作確認サポート

省電力 ・省電力コード設計
・ネットワーク待機応答コード提供と組み込み

ハード開発工程 ソフトによる開発支援

全体システム設計

SoC論理設計

SoC論理検証

ボード評価

・ブートシーケンス
・省電力制御
・セキュリティ

・仕様検討アイテムの
  コード開発・提供

・DPIの提供
・ドライバ提供/開発

・ハード検証支援
・ボードテスト支援
・開発物の動作確認

仕様検討

設計

ドライバ

テスト

IPマクロ
仕様書

特定OS向けドライバ

カスタマイズ 性能
チューニング

DPI
（Device Programming I/F）

IPマクロ

HW検証シナリオ
ES評価シナリオ

DPI

Low Level
API

Low Level
API

Low Level
API

［ソフトウェア開発サービス］
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ラインアップ
IPブロック 機能

B2B
ベイヤードメイン
プロセッシング

ノイズリダクション , リサイズ , 
欠陥画素補正, 3A(AE/AWB/AF)検波, 
シェーディング補正

B2R デモザイク処理 ホワイトバランスゲイン , 色補間

LTM
ローカルトーン
マッピング

ローカルトーンマッピング

R2Y RGB→YUV変換

色補正 , 階調補正 , ガンマ補正 , 
多軸色補正, YUV変換(444/422/420), 
エッジ強調 , 輝度ノイズ除去 , 
リサイズ ,Yヒストグラム 

CNR 色ノイズ除去
色ノイズ除去 ,
パープルフリンジ補正

3DNR
マルチフレーム
ノイズ除去

複数枚の画像を参照したノイズ除去

HDR
ハイダイナミック
レンジ合成

2枚の異露光画像を合成し
ダイナミックレンジ拡張

LDC レンズ歪補正
光学的な影響で発生する画像の歪みを
補正

 ●背景と取組み
絶えず進化し続けるカメラソリューションに対して他社との
差異化を出し続けることは非常に難しい状況です。そのため、
当社は2017年に「Milbeaut®（ミルビュー）」の画像マクロ
を IP化し、高精細、高性能なサブシステムの提供を開始し
ております。さらに次世代に向け、これまでのメインターゲッ
トであったハイグレードカメラから多種多様なアプリケー
ションへ最適化をかけた IPをラインアップしております。

 ●概要
画像マクロを機能ブロック毎に IP化することでフレキシブ
ルなプラットフォーム構築が可能です。各 IPはAXIインター
フェースのためSoCを容易にインテグレーションすること
が可能です。

 

 ●特長
・ 高性能 4Kp60 600Mpix/sec（ex TSMC 28nm HPC+）
・ 画像マクロを効果的に使用できるAPIを提供します
・ 画質に個性を出すために、画像調整シミュレータを提供
します

イメージシグナルプロセッサ サブシステム

 低照度 ノイズ除去 欠陥画素補正 レンズ歪補正
400lux 0.01lux

各種 IPを組み合わせ、特定の機能を持つサブシステムを提
供しています。このサブシステムを組み込むことで、特定機
能の高性能化、低電力化を実現します。

サブシステムの提供

サブシステムの提供サービス

Arm CPU
Subsystem

Other IP s

Codec
Subsystem

Other IP s

Security
Subsystem

Arm CPU
Subsystem

Other IP s

Other IP s

User
Logic

Security
Subsystem

Arm CPU
Subsystem

Codec
Subsystem

既存ASSP 新規カスタムSoC
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Arm®プロセッサコア サブシステム

Armコアとデザインキット
ソシオネクストは、Arm社との包括的なライセンス契約に
より、お客様のご要望に最適なArmコアを選択することが
可能です。マイクロコントローラ・組み込み機器・アプリケー
ション機器といった幅広い用途のカスタムSoCにおいて、
最適なArmコアと設計環境であるSNAP-DK（デザインキッ
ト）を提供します。
なお、ラインアップしているArmコアは、当社が提供する
すべてのプロセス・テクノロジーでご利用いただくことがで
きます。

Socionext Arm Platform（SNAP）
SNAPを利用することにより、Armコアベース SoC開発の
工数削減とリスク低減を実現できます。SNAPは以下で構成
されます。

 ●デザインキット：SNAP DK/ADK/SDK
・SNAP-DK ：   Armコアと必要最小限の周辺 IPで構成さ

れます。
・ SNAP-ADK ：   SNAP-DKをベースにインタフェース・

マクロやGPUなどがすでに実装されたも
のです。

・ SNAP-SDK ：   要求仕様に基づき、デザインツールを使っ
てフルカスタムのお客様専用サブシステ
ムを提供します。

お客様の要求仕様から最適なデザインキットを選択すること
で、開発工数を大幅に削減します。
これらデザインキットには、シミュレーション環境、テスト
ベンチ、サンプルブートコードなどが含まれており、設計環
境の立上げ時間の短縮、適切なArmコアブートプログラム
の作成に貢献します。

 ●プロトタイピング：SNAP-PK
・ 当社独自の FPGAボードにSNAP-DKを実装。一方の

FPGAにユーザロジックをインプリすることで、SoCの
プロトタイピングを実現します。

・ ハードウェアのシステム動作検証、性能評価およびソフ
トウェアの早期開発を実現します。

SNAP各種デザインキット
種類 内容 メリット

SNAP-DK
（Basic Design Kit）

CPU
＋小規模周辺 IP群

ブート可能なCPU
サブシステムが利
用可能

SNAP-ADK
（Advanced Design 
Kit）

SNAP-DK
＋高機能 IP群
（性能保証済システム）

O Sを含む高機能
CPUサブシステム
が利用可能

SNAP-SDK
（System Design Kit）

コンサルテーション
によるフルカスタム
デザインキット
（性能保証済システム）

要求仕様、既存シ
ステムに基づく専
用サブシステムが
利用可能

Armコア・GPU・SNAP-DKラインアップ
Arm core

available
planning

Arm v7 Arm v8 Arm v8
Cortex-A Cortex-A72 Cortex-R52 Cortex-A35
Cortex-R Cortex-A53 Cortex-M33 Cortex-A34
Cortex-M Cortex-M23 Cortex-A32

GPU
Utgard Midgard Bifrost

G52

G31

SNAP-DK
DK-Av7 DK-A53 DK-Av8

DK-Rv7 DK-Rv8

DK-Mv7 DK-Mv8

SNAP-PK

お客様ロジック

セミカスタムボード

（例）SNAP-DK-M3
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 ●背景と取組み
昨今のバースト長増加を伴うDDRメモリの超高速世代への
進化と、小サイズの矩形画像データを扱う動画コーデック処
理のDDRへのアクセスとのミスマッチは、DDRメモリ帯域
の使用効率の低下を招いています。当社の動画コーデックサ
ブシステムは、当社独自の技術によって、高効率・省帯域な
動画コーデック処理を可能にします。

 ●概要
当社は、DDR進化の影響を大きく受けずに、コーデック処
理のメモリアクセス効率を向上させる独自のバス・プロトコ
ルメソドロジーを開発しました。
このメソドロジーは、当社のコーデックエンジンとメモリ
コントローラを密結合させることで、コーデックエンジン
がアクセスする画像データの二次元情報をもとに、メモリ
コントローラ側で物理的なメモリマップを考慮した効率的な

DRAMアクセスを実現し、必要なメモリ帯域を大幅に低減
します。

動画コーデック サブシステム

例 ) LPDDR4 2400Mbpsを使用した場合
処理内容 当社従来 本サブシステム

Decode

4k 60p 4:2:2 10bit 112bit 64bit

4k 60p 4:2:0 10bit 96bit 48bit

4k 60p 4:2:0 8bit 64bit 32bit

Encode

4k 60p 4:2:2 10bit 96bit 48bit

4k 60p 4:2:0 10bit 80bit 48bit

4k 60p 4:2:0 8bit 64bit 32bit

 ●特長
・ 各種 HEVCコーデック処理を、下記の省バス幅（bit数）
にて実現します

 一般的なCodec IPコアとDDRメモリの関係 当社Codec IPコアとDDRメモリの関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

汎用バス
当社独自

バス・プロトコル
①メモリアクセス効率を
　考慮した大きな矩形
　サイズでアクセス
②2次元データ情報を
　Codec IPとメモリ
　コントローラ間で共有

バンク+物理アドレス バンク+物理アドレス12コマンド 2コマンド

Y位置

Yサイズ
X位置

Y位置

X位置

Xサイズ

2次元データに関する
情報が消失

細かいメモリアクセスが多発 効率的なメモリアクセスを実現

論理→物理変換

Codec エンジン

メモリコントローラ

バンク0バンク0 バンク1バンク1 バンク0バンク0 バンク1バンク1

バンク0バンク0 バンク1バンク1

DDRメモリ

当社
Codecエンジン

当社
メモリコントローラ

DDRメモリ

Yサイズ

Xサイズ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

汎用バス
当社独自

バス・プロトコル
①メモリアクセス効率を
　考慮した大きな矩形
　サイズでアクセス
②2次元データ情報を
　Codec IPとメモリ
　コントローラ間で共有

バンク+物理アドレス バンク+物理アドレス12コマンド 2コマンド

Y位置

Yサイズ
X位置

Y位置

X位置

Xサイズ

2次元データに関する
情報が消失

細かいメモリアクセスが多発 効率的なメモリアクセスを実現

論理→物理変換

Codec エンジン

メモリコントローラ

バンク0バンク0 バンク1バンク1 バンク0バンク0 バンク1バンク1

バンク0バンク0 バンク1バンク1

DDRメモリ

当社
Codecエンジン

当社
メモリコントローラ

DDRメモリ

Yサイズ

Xサイズ
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 ●背景と取組み
インターネットの普及に伴い、インターネットへ画像スト
リームを流すニーズが高まっています。ダウンストリームに
ついては「画像配信サーバ」、アップストリームについては
「ネットワーク監視カメラ」がその代表的な例です。ソシオ
ネクストは、このターゲット分野において、コーデック処理
された画像データの断片化や IPパケット化を担い、メイン
システムの処理負荷を大幅に軽減させます。

 ●概要
画像データ/音声データのIPカプセル化、イーサネットフレー
ム化を行います。メモリ空間にコーデック処理後のデータを
配置するだけで、以下の一連の処理を高機能 IPマクロ内で
行います。
・ DRAMに配置された画像データ（ES）のTSパケット化
・ ES/TS/JPEGデータのRTP化
・ RTPパケットの IPカプセル化
・ IPパケットのイーサフレーム化およびGMAC制御　　
（画像送信）

 

 ●特長
・ RTP/UDPオフロードサポート
［対応フォーマット］

- ES over RTP : Video(H.264), Audio(G.771, AAC)
- JPEG over RTP
- TS over RTP
- Metadata over RTP
・ Max.32ストリーム対応
・ セキュリティ（暗号化）機能との統合

IP画像ストリームサブシステム

送信帯域（Mbps）

オフロード有
CPU負荷率（%）

オフロード無
CPU負荷率（%）

10

23

-

30

62

-

50

100

15

150

21

300

29

500

39

製品実測値
25倍の負荷軽減

DRAM

CPU 画像コーデックマクロ

DRAMC

Ether Frame

IＰパケット

RTPパケット

Ether Frame

TS TS TS TS 
TS TS TS TS 

TS TS TS TS 

GMAC

IP画像ストリーム
サブシステム

DRAMに配置された画像データを
CPUからの指示で自動的に
ネットワーク用のパケットデータに変換

画像データ
（ES：Elementary Stream）
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 ●背景と取組み
HDMI 2.1は、最大帯域が従来のHDMI 2.0の約2.7倍となる48Gbpsにまで 高速化され、8Kをはじめとする大容量のコンテン
ツの高画質・高音質かつ低遅延での伝送を可能にする規格で、2017年に策定されました。ソシオネクストは、家庭用録画機や

4Kテレビ向けの映像送受信および大規模サーバに使用される高速シリアル伝送技術の開発で培った豊富な経験とノウハウをもと
に、HDMI 2.1に対応したデータ送受信サブシステム（Link / PHY）を提供いたします。

 ●概要
本サブシステムは、HDMI 2.1（高精細度マルチメディアインターフェイス）の仕様をサポートしています。最大で 4320 x 
7680p のビデオ解像度に対応し、8/10/12bit の色深度をサポート。帯域幅は48Gbps（4Lane）までをカバーします。
オーディオは、L-PCM と圧縮オーディオデータに対応しています。32kHz～ 192kHzのサンプリングレートに加えて、高ビッ
トレートのオーディオ（最大768kHz）もサポートしています。

 ●特長
・ VESA DSC1.2a対応
・ ダイナミックHDR、eARC対応
・ ゲームモード VRR/QMS対応
・ HDCP2.3対応
・ ホットプラグ検出対応

HDMI 2.1 対応データ送受信サブシステム

HDMI2.1-Tx 出力波形＠ 12Gbps Complianceテスト (protocol)評価環境
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 ●背景と取組み
近年のSoCの高機能化・大規模化によって、“省電力モード”を実現することが、必要不可欠なものになっています。例えばネッ
トワーク機能を中心に最低限の I/Fを残して、その他すべてを省電力状態で待機させるネットワークスタンバイモード、それより
も深い眠りにつけるようサブシステムだけを起こしておくスリープモードなど、実装形態はさまざまです。ソシオネクストでは
これらの要望に応えるための省電力サブシステムをご提供します。

 ●概要
省電力サブシステムはArmマイコンおよび最小限の周辺 IP、RAMなどで構成されるシステムで、メインシステムとは異なるシ
ステムとして動作します。このサブシステムがメインシステムと独立して動作することにより、以下のような機能を実現できます。
・ メインシステムからサブシステムへのシンプルな指示による省電力モード遷移と復帰
・ サブシステムのみ起床させることにより、実現するより深いスリープモードの実現
・ パワーアップ、シャットダウンシーケンスの統合

省電力サブシステム

サブシステムの導入を容易にするため、以下の支援サービスを提供します。
・ メインシステム ←→ サブシステムのシステム省電力シーケンス検討支援
・ メインシステム スリープ、起床シナリオのソフト設計支援
・ サブシステム電源制御設計支援など

稼動中 省電力モード

SoC SoC

メインシステム
（省電力モード）

メインシステム
（CPU）

Power
Domain A

Power
Domain B

Power
Domain A

Power
Domain B

省電力遷移指示

DRAM DRAM
PMIC

内部、外部の電力、クロック、
リセットの一元制御

マイコンによる
省電力状態の
維持＆復帰

省電力
サブシステム

PMU

マイコン

CRG

省電力
サブシステム

PMU

マイコン

CRG

省電力状態
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ネットワーク待機応答
ネットワーク待機応答とは、システムスタンバイ時に、メインシステムが完全に休止している状態でサブシステムがネットワー
クの代行処理を行う機能です。さらに、下記の機能も加えてサポートします。

［サポート機能］
・ メインシステムで処理が必要なパケットを受信した場合に、メインシステムWake-upをアシストする機能
・ メインシステムWake-up後、通常状態でパケット処理を加速するアクセラレーション機能

ネットワーク待機応答概要
SoC

省電力サブシステムメインシステム

待機応答用IP GMAC PHY

CPU x n個（AP） DMAC

User Logic1

CPU（マイコン） SRAM

MEMORY Ctrl.

システムスタンバイ時：
サブシステム内ファームウェアで
ネットワーク機能を維持

通常時：
待機応答用IPでネットワーク
アクセラレータ機能を提供

常時電源ON

ネットワーク待機応答性能実績値

機能/性能

待機電力

通信性能

通常

2W～数W

300Mbps

対比

<1/20

約3倍

保有技術使用

<100mW

900Mbps（CPU負荷20%削減）

MB86S73ボード実測値
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 ●背景と取組み
IoTの進展に伴い、セキュリティシステムは必須のアイテムとなっています。セキュリティシステムの実現には秘匿情報の高いレ
ベルでの保護とハードウェアによる高速なアルゴリズム処理が欠かせませんが、新規にこれらのハード、ソフト開発を行うのは
容易ではありません。ソシオネクストが提供するセキュリティサブシステムを利用することで、この開発負担を低減し、効率よ
くセキュリティシステムを導入することができます。

 ●概要
セキュリティサブシステムは秘匿性の高い鍵情報を保存する専用の格納庫と、この格納された鍵を利用して高速に暗号、認証処
理を行うハードエンジンを兼ね備え、高いレベルでセキュリティシステムを実現します。

［セキュリティサブシステムの特長］
　①専用のメールBOXを介した安全な鍵の生成・入力
　②モジュール内に配置される鍵格納庫による安全な鍵の
　　格納
　③安全な鍵格納庫の鍵を利用可能な専用の暗号エンジン

以下にこのサブシステムを利用した機能例、およびシステム
構成例を紹介します。

 ●サブシステムを使った機能例 :セキュアブート
ブートコードはシステムの起動時に最初に実行されるコード
であり、正しいプログラムが使われているかどうかはブート
コードを起点に考えなければなりません。このような重要な
コードを暗号化して配置し、かつ、改竄されていないかを検
知する仕組みはセキュリティシステムとして重要なポイント
です。セキュリティサブシステムはこのような重要なコード
の保護、安全な実行を行うための仕組みを提供します。

セキュリティ サブシステム

①Mail BOX

鍵入力・
生成
指示

②鍵格納庫

③暗号エンジン Plain Data ⇔
Encryption Data

セキュリティ サブシステム

Secure
Mail Box

Non Secure
Mail Box 

ブートデバイス

公開鍵

署名

ラップKey

ブートコード
（暗号）

サブシステム

① 公開鍵の改ざんチェック

② ブートコードの署名検証

③ ラップKeyの復号

④ ブートコードの複合化と
　 DMAによる内蔵RAMへの展開
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 ●サブシステムを使ったシステム構成例
セキュリティサブシステムは、全体のシステムの中で以下の
ような利用が可能です。

　①セキュアなサブブロックのマイコン、ROMを起点にし
　　たセキュアブートの実現
　②ノンセキュアなメインブロック専用の鍵格納ルート構築
　　と暗号処理
　③セキュアなサブブロックのマイコンとセキュリティサブ
　　システムを使用した他暗号エンジンの鍵管理

 ●ハードウェアアクセラレータ
サブシステム内に搭載されているセキュリティアルゴリズムアクセラレータの一覧を以下に示します。

方式 鍵長（bit）

共通鍵暗号 3DES-ECB 168

3DES-CBC 168

AES-ECB 128/192/256

AES-CBC 128/192/256

AES-CTR 128/192/256

AES-GCM 128/192/256

ハッシュ SHA-1 -

SHA-256 -

SHA-512 -

HMAC SHA-1 160

SHA-256 256

SHA-512 512

電子署名生成 /検証 RSA 2048 - 3072

ECDSA 256/384/521

メインブロック（ノンセキュア）

サブブロック（セキュア）

セキュリティ サブシステム

Key3

暗号
エンジン

サブブロック（セキュア）

SATA用
暗号エンジン

SATA
IF

①

②

Key1

Key3

Key2

Mail Box
（S）

Mail Box
（NS）

CM3

CA53

③
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 ●高速インタフェース・マクロ一覧
Category Function

Process Technology

90nm 65nm/55nm 40nm 28nm 16nm/12nm 7nm/6nm

USB

USB3.1 Gen2 Host/Device ● ● ○

USB3.1 Gen1 (USB3.0) Host/Device ● ● ● ● ○

USB2.0 Host/Hub/Device ● ● ● ● ● ○

 Ethernet Gigabit Ethernet MAC ● ● ● ● ● ●

 Video

HDMI2.0 ● ● ● ● ● ○

HDMI2.1 ● ● ○

V-By-One HS ● ●

FPD-Link ● ● ● ●

LVDS
LVDS ● ● ● ● ● ○

SubLVDS ● ● ● ● ● ○

MIPI

DSI TX ● ● ● ● ● ●

CSI-2 TX/RX ● ● ● ● ● ●

D-PHY ● ● ● ● ● ○

C/D-PHY ● ● ○

M-PHY ● ● ○

PCI
Express

PCIe Gen4 RT/EP ● ○

PCIe Gen3 RT/EP ● ● ○

PCIe Gen2 RT/EP ● ● ● ○

（次ページに続く）

実績豊富な当社 IPマクロがお客様の先端SoC開発をサポートします。

 ●機能 /インタフェース・マクロ一覧
Category Function

Process Technology

90nm 65nm/55nm 40nm 28nm 16nm/12nm 7nm/6nm

Arm Cores

Cortex-A ● ● ● ● ● ●

Cortex-R ● ● ● ● ● ●

Cortex-M ● ● ● ● ● ●

Arm11, Arm9, Arm7 ● ● ● ● ● ●

Mali ● ● ● ● ● ●

Image Core

JPEG ● ● ● ● ● ●

H.264 ● ● ● ● ● ●

H.265 ● ● ● ● ● ●

Security Core

SHA ● ● ● ● ● ●

PKA ● ● ● ● ● ●

3DES ● ● ● ● ● ●

AES ● ● ● ● ● ●

Interface 
Controller Core

OSPI/QSPI ● ● ● ● ● ○

UART ● ● ● ● ● ●

SD
UHS-I ● ● ● ● ● ○

UHS-II ● ● ○

IPマクロ・ラインアップ

IPマクロの提供サービス

●：提供中　○：準備中
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 ●高速インタフェース・マクロ一覧
Category Function

Process Technology

90nm 65nm/55nm 40nm 28nm 16nm/12nm 7nm/6nm

Serial ATA

SATA3 AHCI ● ● ●

SATA2 AHCI ● ● ●

SATA3 Device ● ● ●

DRAM
Interface
（PHY）

DDR3 ● ● ● ● ●

DDR3L ● ● ● ● ●

DDR4 ● ● ●

LPDDR3 ● ● ●

LPDDR4 ● ●

LPDDR4X ●

LPDDR5 ○ ○

HBM2 ●

 ●アナログ・マクロ一覧
Category Function

Process Technology

90nm 65nm/55nm 40nm 28nm 16nm/12nm 7nm/6nm

ADC

10bit, up to 600MS/s ● ● ● ● ●

12bit, up to 200MS/s ● ● ● ● ● ○

16bit ● ● ●

DAC

10bit, up to 220MS/s ● ● ● ●

12bit, up to 110MS/s ● ● ●

16bit ● ●

AFE

Audio ● ●

Video ● ●

Scanner ● ●

Temperature 
sensor +/-5deg.C accuracy (without trimming) ● ● ● ● ●

Power 
management

Vin=3.3V, Vout=1.0-1.2V, Iout≦400mA LDO ● ● ● ● ●

Power on reset ● ● ●

Standard PLL

Fout: ~1200MHz, Fin:10~200MHz ● ● ● ● ●

Fout: ~1600MHz, Fin:16~200MHz ● ● ● ● ●

Fout: ~2400MHz, Fin:16~200MHz ● ● ● ○

Fout: ~3200MHz, Fin:16~200MHz ● ● ○

Fout: ~5000MHz, Fin:20~100MHz ● ● ○

Low Jitter PLL

Fout: ~600MHz, Fin:11~100MHz ● ● ● ● ●

Fout: ~1000MHz, Fin:10~40MHz ● ● ● ○

Fout: ~6400MHz, Fin:20~100MHz ● ● ○

Fractional -N 
PLL

Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz ● ● ● ● ●

Fout: ~3200MHz, Fin:10~50MHz ● ● ○

SSCG

Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz ● ● ● ● ●

Fout: ~2400MHz, Fin:20~50MHz ● ● ● ○

Fout: ~3200MHz, Fin:10~50MHz ● ● ○

●：提供中　○：準備中
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メモリコントローラ
ソシオネクストは、システムを最適化するための、さまざま
なメモリソリューションを提供しています。また、メモリ
チャネル・システムバスとして、SoC性能を引き出すための、
メモリシステムコンサルティングも行っています。

 ●メモリ・コントローラ IP
・ 高いDRAM使用率を引き出すコントローラ
 ●QoS-アービタ IP
・ 高性能、高機能な多機能QoS-アービタ
 ●BusIP
・ 低消費電力でレイアウトフレキシビリティの高いオリジナルバス
 ●MonitorIP
・ メモリシステム性能をリアルタイムに可視化
・ 性能（帯域・Latency）をモニタリングし、パラメータを
チューニングする環境を提供します。

DRAMController

QoS
Abiter

Data Buffer

Bank
ACSpec

BankBank

DRAMController

QoS
Abiter Data Buffer

Bank
ACSpec

Bank
ACSpec

Bank

DDRｘｘDDRｘｘ DDRｘｘDDRｘｘ DDRｘｘDDRｘｘ DDRｘｘDDRｘｘ

Physical Limit Line 

DRAM AC O.H

2666MB/s

H.264@FHD
Decode B.W

28%
10%

90%

エンジン性能最大化

SystemBus IP

QoS-Arbiter IP Performance Monitor IP

Memory Controller IP

Decoder Encoder Graphic CPU

コンサルティング

コンサルティングコンサルティング

メモリ性能（帯域、効率）

Station0 Station1

ACSpec

I/O Interface CoreI/O Interface Core

実測データ 帯域見積もり 他社測定データ
Panasonic DTV_SoC Panasonic DTV_SoC AnotherCompany DTV_SoC

メモリCH構成

InterConnect IFInterConnect IF

インタフェース・マクロ

DDRインタフェース
低中速転送帯域から高速転送帯域やLow Powerまで、さまざま
なDDRインタフェース・マクロを各種テクノロジーで提供しま
す。また、Chip-Package-Boardの協調設計による設計支援で 
信号品質とコストの最適化を図る開発をサポートします。

 ●DDRインタフェース・マクロ
・ 高速 /高帯域（高速マクロ）：DDR3/DDR4
・ Low Power（低消費電力マクロ）：LPDDR4X/4/3/2DDR3L
・ DFI準拠（全マクロ）
・ PHY機能（Training機能）により、Fly-by, PoP, DIMM, etc 
多彩なDRAM配置、PKGオプションに対応

 ●DDRインタフェース設計サポート 
（Chip–Package–Board 協調設計）
・ Timing検証 ：  LSI.I/O ～ DRAM間の遅延を含めた

DDR- IF全系のTimingを検証
・ Power Integrity ：  電源 Impedance設計として寄生イン

ダクタンス、共振周波数、電源（PKG, 
PCB）インピーダンスを最適化

・ Signal Integrity ：  Driver Strength、終端抵抗、配線
Topologyの最適化

・ バス切替検証 ：  Write/Readバス切替タイミングの最適化

DDRインタフェース構成図

Memory
Controller

User I/F

（APB）

DFI

DRAMベンダ

OR

Test

CK, ADO,
CMD, DM

DQ, DQS

DDR

DDR

DDR

DDR

DDR
DDR

DDR

SSTL
HSUL

I/O

DDR
PHY

LPDDR4-3733 DQ 波形

バス切替波形
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PCI Expressインタフェース
近年の飛躍的なCPU処理能力向上と大容量データ転送ニー
ズの拡大に伴い、既存バスでは期待するシステム性能を実現
することが非常に難しくなっています。この課題を克服する
ために、数百メガバイトのデータ転送を可能とする高速イン
タフェースが、PCI Express技術です。
当社のPCI Expressマクロは、最高8GT/s（Gen3）まで対応
しており、PCI-SIGが主催するPCI Express規格のコンプラ
イアンステストをパスし、多数のPCI Expressインタフェー
スとの相互接続性と信頼性を確認したマクロです。

 ●PCI Express LINKマクロ
・ 標準規格PCI Express Base Specification rev.3.0準拠

・ レーン数×1/×4/×8をサポート

・ DualMode（RootComplex/Endpointを選択可能）

・ ユーザ用インタフェースは、AMBA3 I/Fを選択可能

・ DMAC内蔵

 ●PCI Express PHYマクロ
・ 最大ビット転送レート64GT/s

・ De-emphasis機能による高速信号伝送を保証

・ LINKマクロ・インタフェースは標準規格PIPE3/PIPE4
準拠

PCI Express Gen3 評価環境

MIPIインタフェース 
高速・高解像度CMOSイメージセンサーとのカメラおよび
ディスプレイシステムを構築するための高速インタフェー
スです。高い映像表現力を実現するソリューションを提供し
ます。

 ●MIPI D-PHY TX マクロ
　最高速度4.5Gbps、小面積の高性能マクロ
・ 4Data Lane+1Clock Lane構成
・ 伝送速度：80Mbps～ 4.5Gbps@1lane 
・ イコライザ機能
・ 世界最小クラスの面積を実現
・ D-PHY2.0対応

D-PHY TX出力波形@4.5Gbps
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10G–28Gbps SERDESインタフェース
1チャネル当たり10Gbps～ 28Gbpsの伝送性能を有し、複
数チャネル構成とすることにより、100G/200G/400Gの

Optical networkや100G Etherシステムを構築するための
高性能SERDESマクロを提供します。
低ジッタの高性能PLLを内蔵することにより、1チャネル当
たり最大28Gbpsのロバストな伝送を可能としました。

OIF-CEI-11G-SR, OIF-CEI-28G-SR, OIF-CEI-28G-VSR, 
IEEE802.3ba CAUI, IEEE802.3bm CAUI4, XFIなどのさ
まざまな規格をサポートしています。

・ x1, x4レーン構成

・ Transmitter/Receier/PLLからなり、1マクロで双方向
通信が可能

・ 1マクロ当たり最大112.8Gbps（片方向 , x4構成時）

・ レーンごとのパワーダウン制御をサポート

・ マクロ全体パワーダウン制御をサポート

・ Receiver laneごとのClock-Data Recoveryを実装

・ Transmitter Equalizationをサポート

・ Receiver Equalizationをサポート

・ Transmitter/Receiverに終端抵抗を内蔵

・ オーガニック・フリップチップ・パッケージ　　　　　 
（0.8 mm/1.0 mm Ball Pitch, HDBU Package）

Serial
I/F

Transmitter

PLL

Receiver

Parallel
I/F

テストチップでの28Gbps出力波形
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データ･コンバータ

0.01
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

10

1

100

0.1

1000

10000

Resolution [bit]

C
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nc

y 
[M

H
z]

音声/Audio Codec

センサー/ΔΣ型ADC

通信・画像/パイプライン型ADC   
電流型DAC

高速IF/Flash型ADC
電流型DAC

通信/高速SAR型ADC
電流型DAC

制御/SAR型ADC
低速DAC

ソシオネクストは、通信・画像処理・センサー・制御など、さまざまなアプリケーションを開発するお客様向けに各種アナログ・
マクロ（データコンバータ・パワーマネジメント・センサー・アナログフロントエンド）を提供します。
・ すべてのマクロはシリコン実証済み
・ 多数のSoCに搭載され、量産実績あり

データ･コンバータ
SoCに要求される低消費電力、小面積を実現した各種データ
コンバータマクロを提供します。

 ●パイプライン型&高速SAR型ADC
・ 分解能10bit/12bit、最大変換レート600MS/s

・ 世界最小クラスの消費電力を実現

 ●ΔΣ（デルタシグマ）型ADC
・ 分解能16bit-24bitに対応可能

・ SINAD 85dBの高精度で、消費電力1mW以下を実現

 ●ΔΣ（デルタシグマ）型DAC
・ 分解能16bit-24bitに対応可能

・ SINAD 90dBを実現

パワーマネジメント
SoCに要求される単一電源化を可能にした各種パワーマネ
ジメントマクロを提供します。

 ●低ノイズ電源用途向け LDO
・ I/O一体型など、小面積版をラインアップ

・ 短絡検知など、安全保護機能を実装

・ ADC, PLLなどのアナログ IPへの電源供給にも対応

 ●パワーオンリセット
・ 電圧検知レベル、リセット時間をカスタマイズ可能

・ ブラウンアウトリセットにも対応

アナログ・マクロ

パワーマネジメントマクロの適用例

（1.2V）外部3.3V
電源

POR

LDO

ロジック
回路

ADC
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センサー、アナログフロントエンド（AFE）
チップ内部の温度や電圧を計測するセンサーマクロや、外部
の各種センサー信号を処理する低消費電力のAFEを提供し
ます。

 ●温度センサーマクロ
・ 高い分解能 (0.125℃ )でチップ内部の温度モニタが可能

・ 低消費電力、小面積のため1チップに複数個搭載が可能

・ 温度に応じた電圧・周波数制御システムを実現

 ●スキャナー AFE
・ CCD/CIS 両対応

・ Gain/Offset調整機能を実装

・ 12bit  50MS/s ADCを搭載

・ 低消費電力 (19mW)

 ●さまざまなセンサー信号や外部信号に対応した　　　　　
カスタムAFE
・ 光センサー、湿度センサー、ジャイロセンサー用AFE

・ Video AFE

・ Audio AFE

・ デジタルTV用AFE

温度センサーの適用例

制御回路

PLL

温度センサー

温度センサー
CPU1

CPU2

電源

スキャナーAFE適用例

高速シリアル
I/F

カスタムSoC

CIS
CCD

AFE

オフセット
ゲイン
調整

12-bit
50MS/s

ADC

ロジック
回路
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 ●フロントエンドデザインキット
ソシオネクストではお客様のSoC開発環境として、標準のEDAツールによる開発環境と設計効率化のための当社製ツールをデ
ザインキットとして提供・サポートします。このフロントエンドデザインキットは当社独自に最適化されており、短期間での高
性能・小チップサイズ・低電力なLSIの開発を可能にしています。

フロントエンドデザインキットサポートEDAツール
高位合成 Catapult＊3, C-to-Silicon Compiler＊1, Stratus＊1

RTL スタイルチェック SpyGlass＊2

機能検証

Verilog-HDL Incisive Enterprise Simulator＊1, Questa＊3, VCS-MX,VCS＊2

VHDL Incisive Enterprise Simulator＊1, Questa＊3, VCS-MX＊2

CPF/UPF Incisive Enterprise Simulator-XL＊1, Questa＊3, VCS-NLP＊2

論理合成 Design Compiler＊2, Encounter RTL Compiler＊1, Genus Synthesis Solution＊1

等価性検証 Encounter Conformal Equivalence Checker＊1, Formality＊2

タイミング制約検証 Encounter Conformal Constraint Designer＊1, SpyGlass Constraints＊2

MV検証 Encounter Conformal Lowpower＊1, VC Static Low Power＊2

解析・デバッガー Verdi＊2

Netlistチェック※ SpyGlass＊2

Pre DFTチェック※ SpyGlass DFT＊2

＊1：日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
＊2：日本シノプシス合同会社
＊3：メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
※：テクノロジーにより内製チェッカをご提供します

フロントエンドデザイン

 ●設計仕様 I/F

SoCの設計においては、論理設計データであるRTL
およびNetlistだけではなく、クロック周波数などの
タイミング仕様を記述したSDC、パワーゲーティン
グ設計や多電源・多電圧設計などの電源仕様を記載
したCPF/UPFなどのPower Intentが必要となりま
す。当社はそのSDCおよびPower Intentに対して、
独自形式の I/Fファイルを用意しています。これらを
用いることで、各仕様の記述やレビューを効率化す
るとともに、ハンドオフされたRTL、電源仕様、タ
イミング仕様の整合性、レイアウト親和性を素早く
検証することが可能となります。

 ●物理考慮論理合成
テクノロジーの微細化に伴い、レイアウトを考慮した
論理設計を行うことが、SoC設計の効率化、面積や
タイミングの最適化に重要となってきています。こ
のため、当社では実際のレイアウトを考慮して最適
化を行う、物理考慮合成を取り入れています。この
ような論理設計とレイアウト設計の協調により、高
機能なSoCを効率的に設計します。

デザイン技術

se
t_m

ax
_d

ela
y

macroA

macroB
out

data

低電力設計要件

SoC仕様

POSS（当社形式）： 電源仕様の記述・レビューを効率化
設計DS（当社形式）： タイミング仕様の記述・レビューを効率化

POSS

create_supply_set …
create_power_domain…
add_power_state …
create_pst
add_pst_state
set_isolation…
set_level_shifter …
       :

regA

clk

regB

GCLK clk1CLK

Power Gating

AVS

0.9V0.9V

0.9V
OFF

Multi-Voltage

DVFS

0.9V0.7V

0.9V

0.7V-
0.9V

PWR
CTRL

0.7V 0.9V
OFF

設計DS

create_clock –name CLK –period 3 
                      –waveform {0 1.5} clk 
create_generated_clock –name GCLK
   -divide_by 2 regA/Q –source clk …
…
…
…
set_max_delay –from macroA/out 
                           –to macroB/data

RTL

Power
intent SDCNetlist

RTL

論理合成

論理仕様

電源仕様

タイミング
仕様

R
A

M
R

A
M

R
A

M
R

A
M

R
A

M
R

A
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R
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M
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A
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楽観的な最適化 適切な最適化
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M

R
O
M

R
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M

R
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M

R
O
M

R
O
M

RAM
RAM
RAM
RAM

RAM
RAM
RAM
RAM

RAM
RAM
RAM
RAM

RAM

RAM RAM

RAM

FF

FF自動生成
フロアプラン

実フロアプラン
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近年、LSIに対する消費電力削減の要求はますます高くなっ
ています。ソシオネクストのSoC設計は、お客様の低消費電
力化に対する要望にお応えするために、さまざまな取り組み
を行っています。低消費電力LSIを実現するためには、個々
の技術だけではなく、さまざまな技術を組み合わせることが
有効です。当社の設計環境「リファレンス・デザイン・フロー」
では、さまざまな低消費電力化技術に対応しており、LSIの
動作時と待機時双方の消費電力を削減できます。特に電源を
制御することにより、低消費電力化を図る手法を体系化して
開発しています。また、当社はUPF/CPFを全面採用するこ
とで、お客様の設計資産への変更を抑えつつ、低消費電力化
設計を容易にしています。UPF/CPFの採用は、これまでは
検証が非常に困難だった低消費電力化技術に対しても信頼性
の高い設計を行うことが可能です。

 ●多電源設計
多電源設計は、LSI内に異なる電圧を供給する技術で、高速
動作の回路ブロックには高電圧、低速動作の回路ブロックに
は低電圧を供給し、動作時の消費電力を削減できます。
当社のUPF/CPFの採用によって、異なる電圧の回路ブロッ
クを一括して物理設計・検証することができるようになり、
低消費電力設計に伴う開発期間の増加を最小化します。

 ●クロックゲーティング
動作不要な回路ブロックのクロック供給を停止することに
よって、LSI動作時の消費電力を削減できます。

 ●パワーマネジメント
パワーゲーティングとSRAMのスリープ、シャットダウン
モードを統合的に制御するパワーマネジメントを提供しま
す。無駄を徹底的に排除することで低消費電力化に貢献しま
す。当社のパワーマネジメント技術は、独自のパワースイッ
チ制御方式の採用により、電源供給のオン・オフ切替え時に
発生する電源ノイズを抑制してLSIの誤動作を回避します。
さらに、UPF/CPFの採用により、電源遮断回路ブロックを
含めて一括して物理設計・検証することができるようになり、
開発期間の増加を最小化します。

 ●適応的電源制御（DVFS＊1、AVS＊2/Advanced-AVS）

要求処理量に応じて電圧や周波数を変化させるDVFSに対応
します。また、製造上のばらつきに応じて適応的に動作電圧
を決定し、LSIの動作を保証する最低電圧で動作させること
により動作時・待機時双方の消費電力を低減します。
＊1：DVFS（Dynamic Voltage Frequency Scaling）
＊2：AVS（Adaptive Voltage Scaling）

 ●スタンダードセル
最先端テクノロジーでは、スタンダードセルの面積だけでな
く配線性もLSIとしての低消費電力化に貢献します。当社で
は独自設計した他社製を凌駕するスタンダードセルを提供し
ています。また、クロック系の低消費電力化に有効なセルの
ラインアップを拡充させています。

低消費電力化技術
設計レベル 設計技術

論理合成

システム
レベル設計

RTL設計

レイアウト パ
ワ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

電
圧
・
周
波
数
の
静
的
・
動
的
制
御
技
術メモリアクセス削減

演算量削減
アーキテクチャ選択
キャッシュ有効利用

ネットリスト最適化
多電源設計
クロックゲーティング
DVFS、AVS/A-AVS
低消費電力スタンダードセル
低消費電力SRAM

RTL最適化

低消費電力化技術

低消費電力SRAM

パワーマネジメント

パ
ワ
ー
ス
イ
ッ
チ

多電源設計、DVFS

AVS/A-AVS

プロセスの仕上がり

電
圧

処
理
量

電
圧

/周
波
数

低電力クロックツリー
スタンダードセル/低電力セル

イネーブル

イネーブル
クロックゲーティング

PMU/
CGU

スリープ/シャットダウン

低消費電力化技術
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 ●低消費電力SRAM

大容量のSRAMを搭載するLSIでは、SRAMマクロの消費
電力が問題となる場合があります。そのような場合に、マ
ルチモードSRAMを使うことで消費電力を削減できる場合
があります。マルチモードSRAMには、通常動作モードに
加えて、スタンバイモード、スリープモードとシャットダ
ウンモードがあります。スタンバイモードでは、SRAMマ
クロ内部のクロック動作を停止することで、SRAMマクロ

の動作電力を0にすることができます。スリープモードで
は、SRAMマクロの周辺回路を非活性化することで、リー
ク電力を削減します。シャットダウンモードはSRAM単独
で電源遮断することが可能です。また、使用するSRAM構
成の最適化も低消費電力化に貢献します。お客様の最適な

SRAM選択を論理設計段階からサポートします。

 ●UPF/CPFを全面採用した低消費電力設計環境
当社はUPF＊1およびCPF＊2で電源仕様を一貫管理すること
により、パワーゲーティング設計や多電源・多電圧設計、そ
して搭載 IPの増加により複雑化した電源設計に対するRTL
シミュレーション、多電源検証および物理設計をサポートす
るトータルソリューションを提供しています。このソリュー
ションでは電源仕様を論理仕様と物理仕様に分けて管理する
ことにより、論理仕様のみを定義することでRTLシミュレー
ションによる電源遮断検証が可能です。電源物理仕様の準備
および検証したRTLと電源論理仕様を物理設計へハンドオ
フしてから電源仕様（UPF/CPF）に基づいた物理設計を行い

ます。このように電源仕様をUPF/CPFで管理し、設計フロー
を通して使用することにより、電源仕様が明確化され、信頼
性の高い設計を行うことが可能です。

＊1：  UPF（Unified Power Format）は IEEE Std. 1801として標準化
された低消費電力設計指針を記述する標準仕様です。

  （http://www.ieee.org/）
＊2：  CPF（Common Power Format）はSi2にて標準化された低消費
電力設計指針を記述する標準仕様です。

 （http://www.si2.org/?page=811）

動作モード 機能 効果

通常動作 通常のRAM動作 －

スタンバイ 動作停止 動作電力が0

スリープ データ保持 リーク電力が約1/3＊

シャットダウン SRAM単独で電源遮断 リーク電力が約1/6＊

＊：SRAM構成に依存

RTL

RTL Simulation

Synthesis

DFT
physical

UPF/CPF

Design Planning

P&R

Verification

Isolation Cell/Level Shifter Insertion

logical
UPF/CPF

電源接続定義

Power Domain定義
Power State定義
ISO/LSルール定義

Hand-off

Shut-off考慮Simulation

Isolation Cell/Level Shifter挿入

Power Switch挿入・配置

Power Domain考慮配置・配線

多電源ルールチェック/多電源考慮Sign-off検証
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プロセスの微細化、回路規模増大や回路動作の高速化、低消費電力化に伴い、SoCのテストは複雑さを増しています。この課題
を解決するために、ソシオネクストは圧縮スキャン、メモリBIST、バウンダリスキャンなどのDFTに加え、テスト品質および
歩留り向上のためにさまざまなDFT技術を用いて高品質なテストを実現しています。

［ソシオネクストが実施するDFT技術］
 ●テスト品質向上のための実速度、低電力テスト技術
・ オンチップのPLLクロックを用いたテスト
・ テスト時の消費電力を抑制したテスト

 ●歩留り向上のためのメモリ冗長救済処理、故障診断技術

歩留り向上技術：
メモリ冗長救済処理を行うことができます。

低電力テスト技術：
テスト時の消費電力を抑制したテストに
対応しています。

実速度テスト技術：
オンチップのPLLクロックを用いたテストに対応しています。

IO

Memory

Logic
PLL

圧縮スキャンOCC

バウンダリスキャン

メモリBIST

DFT（Design for Test）技術
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高精度な解析技術と高性能な合成・配置 /配線 /高速化技術・低ノイズ設計技術により、お客様のデザインをレイアウトします。

 ●物理考慮合成
微細化が進むにつれて生じる、回路規模や配線負荷の増加に
伴い、論理合成時の見積りとレイアウトとの差分が大きく
なってきています。当社では、論理合成時からレイアウト情
報を考慮することで、レイアウトとの差分を小さくしていま
す。これにより、タイミング収束性を早期に確認でき、開発
期間を短縮しています。

 ●UPFおよびCPFサポート
当社はUPFおよびCPFをサポートしており、機能検証され 
た電源仕様に基づいて、物理設計および物理検証を行います。 
これにより、複雑な低消費電力化技術に対しても、高い設計 
品質を実現しています。

 ●複数モード・コーナーを考慮した最適化
微細化が進むにつれて、考慮すべきプロセス・電圧・温度条
件（コーナー条件）が増加しています。また、LSIの多機能
化や信頼性確保のために、動作モードも増加しています。 
当社の物理設計では、複数のコーナー条件と動作モードを考 
慮した配置/配線/最適化を行います。これにより、異なるコー
ナーやモード間の競合によるタイミング最適化の繰返しを削
減して、開発期間を短縮しています。

 ●電源網解析・クロストークノイズ解析
微細化と低電圧化が進むにつれて、LSI内の IRドロップ（電
圧降下）やクロストークノイズによる遅延変動が大きくなっ 
ています。
当社では、高精度な IRドロップやクロストークノイズ解析
によって、システム動作に影響しないことを検証しています。

物理考慮合成

従来の論理合成

物理考慮合成

コーナー条件

複数モード・コーナー最適化
タイミング
制約

電源網解析・クロストークノイズ解析

バックエンドデザイン
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プロトタイピング
ソシオネクストお客様

LSIPKG
IO選定

パッド-ボール配置検討

IRドロップ/SSOノイズ見積もり

デカップリング容量セル見積もり

電気特性見積もり

クリティカルエリア配線検討

PKG設計Boardアートワーク設計 LSI設計

電気特性抽出

LSI・PKG検証

LSI製造

電気特性抽出

Board最終検証

Board製造

プ
ロ
ト
タ
イ
ピ
ン
グ

実
設
計

検
証

ボール配置/IBIS
タイミング/LSI電源モデル

ボール配置/IBIS
タイミング/LSI電源モデル

ボール配置/IBIS
タイミング/LSI電源モデル

リファレンス
デザイン

フィードバック

フィードバック

Board設計制約検討

信号波形解析

ボール-Board引き出し検討

パスコン配置検討

電源インピーダンス解析

クリティカルエリア
配線検討

お客様側でのUSB3.1/PCIe-Gen3 波形解析

IBIS-AMI
Channel Analysis

ソシオネクストでは、LPB協調設計フローに基づいたLSI開発を行い、一発完動を実現しています。リファレンスデザインにより設
計の見通しを良くするとともに、設計の各段階においてLPB一体解析による全体最適化を可能にすべく、DDR4、LPDDR4などの

Memory IFやUSB3.1、PCIe-Gen3などのSerDes IFの伝送路解析に必要なLSIモデル（IBIS、タイミングモデル、LSI電源モデル）を
整備しています。これにより、従来は実設計の工程で初めて発見できた問題にプロトタイピング工程で対処することが可能になります。

設計初期から、お客様にて波形品質やタイミングを考慮した伝送路解析を実施いただけるよう、IBISやタイミングモデル（リファ
レンスデザイン）を提供することが可能です。

ソシオネクスト独自のDCDCコンバータモデリング技術およびLPB一体解析技術により、実機現象をノイズ解析で可視化する
ことが可能です。 さらに、CORE電源変動抑制技術を組み合わせることで、お客様Boardの低電力化を実現します。

お客様側でのDDR4/LPDDR4 波形/タイミング解析

ノイズを考慮したLPB（LSI-Package-Board）協調設計
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DCDC
コンバータ インダクタ

出力 
コンデンサ On Board

Decap

LSI
PKG

Board

DCDC
コンバータ
モデル

独自のDCDCコンバータモデリング、LPB一体解析技術 

DCDC
コンバータ インダクタ

出力 
コンデンサ On Board

Decap

LSI
PKG

Board

DCDC
コンバータ
モデル

LPB一体解析技術

DCDCコンバータ
モデリング技術

事前検討結果で±50mVを実現

±75mV → ±50mV による電力削減

電力削減

LCR回路

3.簡易モデル

2.仕様書

1.複雑なフィードバック回路を
2.仕様書をInputとして、
3.簡易モデルに変換する技術

1.フィードバック回路

CORE電源変動抑制技術
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事例）半田接合部の応力解析

モデル

解析結果

ペースト

半田
バンプ

アンダーフィル

LSI

PKG基板

ヒートシンク

シミュレーション
先進シミュレーション技術を活用し、最適なパッケージソリューションを提供します。

 ●機構シミュレーション
パッケージ設計に機構シミュレーションを取り入れることによって、高信頼性のパッケージ提案を可能としています。

 ●熱設計シミュレーション
熱抵抗の実測と熱流体シミュレーションの組み合わせにより、製品の使用環境を再現した高精度な熱抵抗解析を実現します。

 ●熱抵抗測定
JEDEC規格 JESD51-14に準拠した過渡熱抵抗の実測が可能です。

JEDEC Environment

with FIN+FAN

Thermal Distribution on Chip

with Heatsink TV Case

Model

Profile



Custom SoC

39

製造テクノロジー・パッケージ

テクノロジーとデバイス製品一覧
デバイス製品として90nm から7nm まで幅広いテクノロジーに対応したスタンダードセルタイプをご用意しています。
複数のファウンドリ・パートナーと協業しており、ファウンドリ・パートナーの持つ製造能力と、ソシオネクストの品質管理体
制および設計技術力の相乗効果によって、先端カスタム SoC についても業界をリードし続けます。

 ●スタンダードセル
テクノロジー デバイス製品名 電源電圧（標準）

7 nm  FinFET CMOS CS801シリーズ ＋0.65V±0.065V / ＋0.75V±0.075V

12 nm FinFET CMOS CS661シリーズ ＋0.7V±0.07V / ＋0.8V±0.08V 

16 nm FinFET CMOS CS602シリーズ ＋0.7V±0.07V / ＋0.8V±0.08V 

28 nm Metal ゲート CMOS CS407シリーズ ＋0.8V±0.08V / ＋0.9V±0.09V 

28 nm Metal ゲート CMOS CS405シリーズ ＋0.9V±0.09V

40 nm Si ゲート CMOS CS302シリーズ ＋1.1V±0.1V

55 nm Si ゲート CMOS CS251シリーズ ＋1.2V±0.1V

65 nm Si ゲート CMOS CS201シリーズ ＋0.9 ～＋1.3V（ワイドレンジをサポート）

90 nm Si ゲート CMOS CS101シリーズ ＋0.9 ～＋1.3V（ワイドレンジをサポート）

先端プロセス

 ●ゲート規模比較  ●消費電力比較

10M 100M 1G1M
搭載ゲート数

40nm CS302

28nm CS405/CS407

55nm CS251

65nm CS201

90nm CS101

16nm CS602

12nm CS661

7nm CS801

90nm 65nm 55nm 40nm 28nm 16nm 12nm 7nm

CS101

CS201

CS251

CS302

CS405

CS407

CS602

CS661
CS801

＊：縦軸はCS101のTotal Power（Dynamic成分とLeakage成分の和）を基準とした各テクノロジーでの相対比です。

To
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 ＊

1.0

0.1

0.05

technology node
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パッケージロードマップ
国内外のOSAT（Outsource Assembly and Test：後工程の組立て委託先）との強いパートナーシップにより、技術・コスト・品質・
信頼性のバランスに優れたパッケージを提供します。

パッケージ体系
高性能なハイエンド向けから、高いコストパフォーマンスを実現した民生向けと幅広いパッケージを提供しています。

メモリ搭載

P・TEBGA

アプリケーション

サーバ・ネットワーク

テレビ・MFP

オートモーティブ

高集積化

従来技術 次期技術

FBGA・FCCSP

WL-CSP

LQFP/QFN
FCBGA

P・TEBGA
FBGA

SiP / Module

POP

SiP

Module

部品搭載

部品内蔵
多バスメモリ

中間基板POP

FCBGA Si-フォトニクス
広帯域

高集積化(擬似SoC)

FO-Package

電気特性

薄型化
多バスメモリ

FO-POP

モバイル・IoT

＊FO : Fan Out＊POP : Package On Package

2.xD/3D
大容量多バスメモリ

民生向け

※：参考値。チップサイズ/パッケージ仕様などにより熱抵抗値は変わりますので、個別にお問い合わせください。

ハイエンド
向け

FC-CBGA

パッケージ構造パッケージタイプ

7～ サーバ、
高速大容量ネットワーク

など

FA、オフィス機器
メディカル、ヘルスケア
衛星放送、デジタルTV
セットトップボックス
デジタルサイネージ

など

モバイルデバイス
デジタルスチルカメラ

カムコーダ
アクションカメラ
ドローン

セキュリティデバイス
ウェアラブルデバイス

など

7～

13～

15～

17～60

20～40

25～60

用途例熱抵抗Θja※（ºC /W）

FC-PBGA
（Low loss tanδBU）

9～FC-PBGA
（Conventional）

TEBGA

PBGA

FBGA

FCCSP

QFN

WL-CSP

15～100
LQFP

TEQFP

先端パッケージ
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